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USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

MECHANIKA i BUDOWA MASZYN

Poziom ksztatcenia

| stopien

Profil studiow

ogéblnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiéw

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Zakres

technologie laserowe i plazmowe

Jednostka prowadzgca przedmiot

Nanotechnologii

Katedra Eksploatacji, Technologii Laserowych i

Koordynator przedmiotu

Dr inz. Piotr Kurp

Zatwierdzit

dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PSk, Dziekan Wydziatu
Mechatroniki i Budowy Maszyn

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos¢ do grupy/bloku przedmiotéow

Przedmiot specjalnosciowy

Status przedmiotu Obowigzkowy
Jezyk prowadzenia zajeé Polski
Usytuowanie w planie | studia stacjonarne Semestr VI

studiow - semestr

studia niestacjonarne | Semestr VII

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE) NIE
Liczba punktow ECTS 2
Forma prowadzenia zajeé wyktad éwiczenia Iabcl);:torl projekt inne
. . studia
Liczba godzin stacjonamne: 15 15
w semestrze studia
. . . 9 9
niestacjonarne:
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Kategoria

Symbol
efektu

Efekty ksztatcenia

Odniesienie do
efektow
kierunkowych

Wiedza

wWo1

Ma uporzadkowang zaawansowang wiedze z zakresu
informatyki i nowoczesnych technologii informacyjnych
wspomagajgcych  rozwigzywanie roéznego rodzaju
zagadnien inzynierskich zwigzanych z projektowaniem
proceséw technologicznych  obrébki laserowej i
plazmowej.

MiBM1_W03

wWo2

Zna, w stopniu zaawansowanym, techniki wytwarzania
czesci maszyn metodami obrébki laserowej i plazmowe;j,
posiada takze szczegbtowg wiedze na temat budowy
systemow laserowych i plazmowych stuzacych do
obroébki i ksztattowania materiatow.

MiBM1_WO07

W03

Zna, w stopniu zaawansowanym, zasady, sposoby oraz
cel tworzenia oraz analizy dokumentacji technicznej z
elementami projektowania inzynierskiego procesow
technologicznych obrébki laserowej i plazmowej przy
wykorzystaniu programow graficznych i obliczeniowych,
jak réwniez standardowych metod projektowania.

Zna w stopniu zaawansowanym metody pozwalajgce
zaprojektowac proces technologiczny obrobki laserowej i
plazmowej. Ma szczegdtowg wiedze zwigzang z
wybranymi zagadnieniami z zakresu projektowania
technologii obrébki laserowej i plazmowe;j.

MiBM1_W09
MiBM1_W11

Umiejetnosci

uo1

Potrafi  wykorzysta¢ wiedze z obszaru nauk
podstawowych do formutowania i rozwigzywania zadan
inzynierskich w obszarach mechaniki i budowy maszyn,
szczegllnie na etapie projektowania i wytwarzania
metodami obrébki laserowej i plazmowej. Potrafi
dokonywa¢ oceny, krytycznej analizy i syntezy
uzyskanych wynikéw oraz wyrazania swoich opinii i
uwag.

MiBM1_U01

uo2

Potrafi $wiadomie wykorzystywa¢ oprogramowanie
komputerowe w obszarze mechaniki i budowy maszyn w
zakresie projektowania i technik obrébki laserowej i
plazmowej oraz prezentacji wynikéw pracy.

Potrafi opracowaé¢ dokumentacje dotyczacg realizacji
zadania inzynierskiego z wykorzystaniem
specjalistycznej terminologii, uwzgledniajgc rdézne
mozliwe aspekty projektu, wykorzystujgc rézne
narzedzia pracy inzyniera. Potrafi dokona¢ analizy i
syntezy uzyskanych wynikéw.

MiBM1_U02
MiBM1_U04

uo3

Potrafi zaprojektowa¢ prosty proces technologiczny
obrébki laserowej i plazmowej
w obszarze mechaniki i budowy maszyn i dobra¢ do tego
celu odpowiednie maszyny i urzgdzenia.

MiBM1_U08

Projekt ,Dostosowanie ksrtaicema w Politechnice
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Potrafi planowa¢ i realizowaé witasne uczenie sie,
rozumie potrzebe i zna mozliwosci ciggtego
doksztalcania sie oraz podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, kompetencji spotecznych i osobistych w
zakresie procesow technologicznych obrobki laserowe; i
plazmowej.

uo4 MiBM1_U21

Kompetencje
spoteczne

Jest gotéw do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz
koniecznosci pozyskiwania nowych informacji zaréwno z
literatury, jak i od ekspertéw z dziedziny procesow
technologicznych obroébki laserowej i plazmowe;j.

KO1 MiBM1_KO01

Samodzielnie uzupetnia i poszerza wierze z zakresu
procesow technologicznych  obrobki  laserowej i
plazmowej, krytycznie podchodzi do posiadanej wiedzy.
KO2 |Rozumie potrzebe i zna mozliwosci ciagtego MiBM1 KO3

doskonalenia (studia Il i lll stopnia, studia podyplomowe, -
kursy), majgcego na celu podnoszenie kompetenciji
zawodowych, osobistych i spotecznych.

Jest gotéw do petnienia rol zawodowych zwigzanych z
technologig obrébki laserowej i plazmowe;j,
przestrzegania zasad etycznych, dba o dorobek i| MiBM1_K06
tradycje zawodu

K03

TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajec*

Tresci programowe

wyktad

Optymalizacja proceséw obrobki laserowej i plazmowej. Zapoznanie z systemami
sterowania i ukfadami wykonawczymi stosowanymi w urzgdzeniach do obrdbki
laserowej i plazmowej. Numeryczne sterowanie obrabiarek. Podstawowe kody i
rozkazy w systemach sterowania urzadzeniami laserowymi i plazmowymi.
Implementacja systemu sterowania dla obrabiarki laserowej — struktura i
podstawowe rozkazy, uktady wspoétrzednych.

projekt

Studenci obowigzani sg zaprojektowac po dwa procesy technologiczne obrdbki
laserowej lub plazmowej. Projektowanie obejmuje ustalenie ksztattu elementu
obrabianego, wybor trajektorii ruchu gtowicy wzgledem materiatu, doboér parametrow
technologicznych i stworzenie kodu sterujgcego CNC. Wykonane projekty bedag
realizowane w Laboratorium Obrébki Laserowej na dostepnych urzagdzeniach
laserowych.

Palitachnika Sw
Kighce Univarsity
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METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Metody sprawdzania efektow ksztalcenia (zaznaczy¢ )
Symbol
efektu Egzamin Egzamin . . .
; Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
W01 X
w02 X
w03 X
uo1 X
uo2 X
uo3 X
uo4 X
K01
K02
K03
FORMA | WARUNKI ZALICZENIA
Fo.mjf Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajeé
. . Uzyskanie minimum 50% punktéw ze sprawdzianu
wyktad zaliczenie z oceng . L . .
pisemnego obejmujgcego tresci wyktadow.
. . . Uzyskanie minimum 50% punktéw z wykonanego
projekt zaliczenie z oceng o . ,
samodzielnie zadania projektowego.
Politachnika Swiatokrsyaka Projekt . Dostosowamie ksztalcenia w Politechnice Wi zial Machatronik]
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Bilans punktow ECTS

Obciazenie studenta Jeﬁ('?s
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem e P |WI6]L|F]E h
’ studiow 15 15 9 9
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 2 2 h
Razem przy bezposrednim udziale
ok nauczyciela akademickiego 34 22 .
Liczba punktéw ECTS, ktora student
4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 1,4 0,9 ECTS
nauczyciela akademickiego
Liczba godzin samodzielnej pracy
5 studenta 16 28 h
Liczba punktéw ECTS, ktérg student
6. | uzyskuje w ramach samodzielnej 0,6 1,1 ECTS
pracy
Naklad pracy zwigzany z zajeciami
£ o charakterze praktycznym 25 25 .
Liczba punktéw ECTS, ktorg student
8. | uzyskujew ramach zaje¢ o 1,0 1,0 ECTS
charakterze praktycznym
Sumaryczne obcigzenie praca
9. studenta 50 50 h
10, Punkty ECTS za n.10du.t N 2 ECTS
1 punkt ECTS=25 godZzin obcigzenia studenta
LITERATURA
1. Instrukcje opisujgce funkcje sterujgce systemami laserowymi i plazmowymi
2. J. Figurski, Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obrébki, WSiP, 2020
3. W. Grzesik, P. Niestony, P. Kiszka, Programowanie obrabiarek CNC, PWN, 2020
4. W. Steen, Laser Material Processing, Springer 2003
5. W. Zowczak, Laser Material Processing, skrypt dostepny na portalu Politechniki
Swietokrzyskiej

Palitachnlka Swiatokrzysks
Kighce Univarsity of Technobogy
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